
LPBLPB Copyright© JEITA SD-TC All Rights Reserved 2017 2018/09/11 Page1

上流(MBD)設計と下流(実装)設計との連携

（株）デンソー 市川 浩司
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実装(EMC)設計の課題
2

抽象的な情報で
構想設計を実現する

構想設計 詳細設計 評価 製品

回路図

AW図

評価結果

分析結果

AW修正 回路修正

部品追加

評価工数

端子配列

配置位置

部品要否

機能

必要性能
配線方針

対策検討
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従来設計

システム

機器
評価、試作

半導体

熱、EMC、振動

PI、SI

実装設計の問題

車両システム
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MBD設計

システム

機器
評価、試作

半導体

仕様 設計

確認変更

構想設計

仕様 設計

確認変更

仕様 設計

確認変更

評価

熱、EMC、振動
ESD、製造性

実装設計の問題

車両システム

詳細設計
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PI、SI

実装設計の問題

MBD設計と実装設計

システム

機器

半導体

仕様 設計

確認変更

構想設計車両システム

筐体、PCB

熱、EMC、振動
ESD、製造性

設計データが無いと
検討困難？
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Mathworks社資料

システムLSI設計

詳細設計データあり

抽象度高い設計情報

仕様モデル
（MBD)

仕様 設計

確認変更

構想設計

実装設計の問題の多くは
「要求（仕様）」として存在
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熱設計と上流設計

熱設計が上流設計と連携して実現したいこと

搭載条件(位置、向き)

→環境温度
動作→

低電流設計→自己発熱

Tj ＝ 環境温度＋自己発熱ー放熱設計
< Tmax x 0.85

(車両)ｼｽﾃﾑ仕様 機器仕様 実装設計

動作を抑えられないか
搭載条件が変更できないか

コストコスト

HS、放熱ゲル、
PKG構造、材料
GNDレイアウト

．．．．．

Chip設計

動作から電流、自己発熱を早期に見積り、速やかに、早い段階で搭
載条件にフィードバックをかけること、
詳細設計で大きな問題が生じないように、実装検討を早い段階から
開始すること

仕様 設計

確認変更

実装設計仕様
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EMC設計と上流設計１

EMC設計が上流設計と連携して実現したいこと

機器仕様 実装設計

Chip設計

実装設計仕様

ｴﾐｯｼｮﾝ<
ｲﾐｭﾆﾃｨ>

顧客仕様、規制値

部品配置、GNDレイアウト、
フィルタ
パスコン、ビア、ねじ穴、
筐体締結、電源配線、
誘導結合、平衡/不平衡
アンテナパターン

動作→

動作(電流)ﾉｲｽﾞ→電源ﾉｲｽﾞ
低ﾉｲｽﾞ(di/dt),Capa,Z設計

高耐量
回路設計(IP)、Z設計

ﾃﾞﾌｧｸﾄ
(仕様)

OEMはTier1に車両搭載を考慮した仕様を共通仕様として提示済
Tier1（Conti,Bosch)は半導体ベンダー(Infineon他)に、
OEMの仕様を考慮した半導体性能を提示済、これがﾃﾞﾌｧｸﾄになっている。

連携する必要が無い？

(車両)ｼｽﾃﾑ仕様
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EMC設計と上流設計２

EMC設計が上流設計と連携して実現したいこと？

・仕様に妥当性は無いから、必要な性能を検討したい

技術開発としてはOKだが、製品開発では日程が一致しない

・それぞれの仕様を満足しながら組み合わせると成立しないということを避けたい

どれだけ発生するか？、リスクが高い？

・それぞれの仕様を最低限とし、全体を最適化することで
QCDの競争力を向上させたい

半導体には最低限のクラスを要求し、その半導体を使いこなすように
すると半導体のコストは抑えられるのではないか？
優秀な機器メーカーがいても他の機器メーカーが高いクラスの半導体を
要求すれば半導体ベンダーは結局、性能の良い半導体を開発が必要
他の半導体ベンダーが性能の良い製品を開発するリスクもあり。
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組み合わせると成立しない

半導体
EMC仕様

仕様 設計：端子配列

Batt

Vdd

Sig
Gnd

設計：基板AW

部品位置

部品向き

部品実装面

フィルタ

コンデンサ

配線方針

筐体設計

実装設計

Mentor

熱設計

Batt
Gnd

Vdd
Sig

半導体
熱特性

熱NG？
EMC/PI/SIはOK

熱OK？
EMC/PI/SIはNG
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MBD設計と実装設計

従来．．．．

MBD設計 ｼｽﾃﾑ検討

機能設計

熱設計

EMC設計

実装設計

筐体設計

これが目指す姿？
ということは

ＩＣ設計
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EMC設計とMBD設計

ｼｽﾃﾑ検討

機能設計

熱設計

EMC設計

実装設計

筐体設計

ＩＣ設計

仕様モデル 設計中モデル 設計結果モデル

半導体
x1 Hz~y1 GHz
電源端子 class a1
信号端子 class b1

提案：端子配列 設計：基板AW

部品位置

部品向き

部品実装面

フィルタ

コンデンサ

配線方針

確認
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MBD－半導体EMCモデル

？ 機能設計が終わる前、つまり
論理合成前にある程度精度があるモデル

仕様モデル 設計中モデル 設計結果モデル

設計(全体最適化) 確認 検証

ﾉｲｽﾞ源 BISSクラス
IEC62433

設計結果で
モデリング

内部ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ 狙い値、過去実績

耐性 BISSクラス
IEC62433

IP設計結果/
仕様、狙い値

？

設計フェーズとともにモデルを入れ替え
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高位設計での取組み

Mentor

MAGILEM

システムレベルの記述には、
「電源」、「周波数」がない。
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まとめ

最適化

MAGILEM

仕様モデル

設計途中モデル

IC設計

実装設計

熱設計

EMC設計
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